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Wirth Elektronik startet APPLAUSE — Beginn des ECSEL-Projekts
mit Fokus auf die Entwicklung neuer Packaging Verfahren fir

Elektronik, Photonik und Optik

Wairth Elektronik ist einer von 31 européischen Partnern, die gemeinsam
das neue Projekt ,Advanced packaging for photonics, optics and electro-
nics for low cost manufacturing in Europe” - kurz APPLAUSE starten.
Das Projekt starkt die Halbleiter-Wertschopfungskette in Europa durch
die Entwicklung neuer Werkzeuge, Methoden und Prozesse fiir die Se-
rienfertigung. Alle Projektpartner sind Kompetenzflhrer aus den Berei-
chen Elektronik-Packaging, Optik und Photonik, sowie fihrende Anla-
genhersteller und Testexperten. Das auf drei Jahre ausgelegte Projekt
mit einem Gesamtbudget von 34 Mio. € wird als Teil des Vorhabens
ECSEL JU (Electronics Components and Systems for European Lea-
dership Joint Undertaking) im Rahmen des EU-Férderprogramms Hori-
zon 2020 gefordert. Weitere Mittel werden von nationalen Forschungs-
forderprogrammen sowie aus der Industrien bereitgestellt. Das AP-
PLAUSE-Projekt ist eine InnovationsmalRnahme (IA) der Europaischen

Kommission im Bereich Elektronikforschung.

APPLAUSE wird von ICOS Division der KLA-Tencor Unternehmens-
gruppe aus Belgien koordiniert und hat Partner aus 11 Landern, darunter

10 Grolunternehmen, 11 Klein- und Mittelstandsunternehmen (KMU)
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sowie 10 Forschungs- und Technologiegesellschaften. ,Neben der Er-
reichung der Gesamtziele von APPLAUSE legt Wirth Elektronik den
Schwerpunkt auf Weiterentwicklungen in den Bereichen Elektronik
Packaging und individuelle Sensorsysteme”, erklart Dr. Jan Kostelnik,
Leiter von Forschung und Entwicklung bei Wirth Elektronik Circuit
Board Technology (CBT). Die Themengebiete sind in sechs Use Cases

strukturiert, die jeweils von einem Industrieanwender geleitet werden.

Die Ubergeordneten strategischen Ziele von APPLAUSE sind unter an-
derem die Entwicklung neuer Werkzeuge, Methoden und Prozesse zur
automatisierten Serienfertigung und fortschrittlichen Packages fir die
Halbleiter-, Optik- und Photonik-Branche. Des Weiteren sollen die neu-
artigen Packaging- und Produktionskonzepte mit den sechs konkreten
Use Cases an die Optik- und Photonik-Industrie herangefuhrt werden.
Sowohl der globale Marktanteil als auch die Wettbewerbsféahigkeit der
Halbleiterindustrie in Europa, insbesondere der Branchen Produktions-

anlagen, Packaging und Bestlickung, soll zukinftig gesteigert werden.

~Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Fachwissen im Bereich der
leiterplattenbasierten Systeme auf Basis von TWINflex®, TWINflex®-
Stretch und Wire-Bonding an dem internationalen Forschungsprojekt
APPLAUSE teilnehmen kénnen®, sagt Dr. Jan Kostelnik. ,Die Verbrau-

cher von heute verlangen kleinere Gerate, mehr Funktionalitat und tber-
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ragende Zuverlassigkeit. Diese Anforderungen méchten wir auch in Zu-
kunft in unserem Fokus haben und bringen deshalb im Projekt AP-
PLAUSE unsere langjahrigen Erfahrungen ein, um innovative Kunden-

I6sungen zu entwickeln“, so Dr. Jan Kostelnik weiter.

Von den sechs Use Cases bringt sich Wrth Elektronik in zwei ein. Der
erste Use Case hat das Ziel kostengunstige Warmebildgerate zu ermog-
lichen. Beim zweiten Use Case werden Herziiberwachungssysteme in

Form eines dehnbaren Pflasters entwickelt.

Die Innovationen aus dem Projekt kénnen fir die Projektpartner eine
Umsatzsteigerung von tber 300 Mio. € bis 2025 ermdglichen. Die in AP-
PLAUSE entwickelten neuen Technologien erdffnen den Zugang zu
neuen Marktsegmenten, was fir die Industriepartner das Potential fur

grolRere Marktanteile bedeutet.

Uber Wiirth Elektronik Circuit Board Technology (CBT)

Wirth Elektronik Circuit Board Technology wurde 1971 gegriindet und hat sich
zu einem der fuhrenden Leiterplattenhersteller in Europa etabliert. Aus einer
Hand finden Elektronikentwickler alle gdngigen sowie viele innovative Leiter-
plattentechnologien bis hin zu Systemlésungen. Dabei kann Wirth Elektronik
den kompletten Produktlebenszyklus abdecken: Von der ersten Idee eines Sys-
tems beispielsweise im Rahmen eines Entwicklungsprojektes, Giber die Produk-

tion von Prototypen und Mustern im Online Shop WEdirekt bis hin zur Fertigung
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von mittleren Serien und auch in héheren Volumina. Fachkundige Spezialisten
als Gesprachspartner unterstiitzen dabei nicht nur in Deutschland. Internatio-
nalisierung ist ein wichtiger strategischer Aspekt. So sind in vielen Landern Eu-
ropas eigene Vertriebsteams aufgestellt. Jeden Tag passieren mehr als 120
neue Leiterplattendesigns unsere Fertigung. Das Spektrum der tiber 4.700 Kun-
den reicht vom GroRRkonzern bis hin zum Ein-Mann-Entwicklungsbiiro. Neben
der personlichen Betreuung durch ein dichtes Netz an tiber 100 Vertriebsmitar-
beitern im Innen- und Auf3endienst haben Kunden auch die Option, Leiterplat-

ten online Uber den komfortablen Webshop WEdirekt zu beziehen.

Mehr Informationen unter: www.we-online.de/pch

Besuchen Sie uns auch hier:

www.we-online.com/youtube

www.we-online.com/twitter

www.we-online.de/facebook

Uber die Use Cases von Wirth Elektronik:

Kostengiinstige Warmebildgeréate:

Der in APPLAUSE entwickelte thermische IR-Sensor geht tiber den Stand der
Technik hinaus, was Kosteneinsparungen und héhere Zuverlassigkeit betrifft.
Viele der heutigen leistungsstarken Warmebildkameras werden fiir Uberwa-
chungssysteme und Sensoranwendungen eingesetzt. Diese Kameras missen
gekuhlt werden, sind relativ grof3 und teuer. Die Kosten betragen mehrere tau-

send Euro pro Einheit. Kameras mit guter Performance sind sehr teuer und ex-

http://www.we-online.de

Veroffentlichung honorarfrei
Belegexemplar erbeten

25.11.2019
Seite 4 von 7

portbeschrankt.

Wirth Elektronik GmbH & Co. KG Pressekontakt:

Circuit Board Technology Unternehmenskommunikation
SalzstralRe 21 Yasmin Schwenke

74676 Niedernhall Tel. + 49 (0) 79 40 946 196

Germany yasmin.schwenke@we-online.de



Presseinfo

Herzliberwachungssysteme in Form eines dehnbaren Pflasters:

Dieser Use Case adressiert mehrere technische Herausforderungen im Zusam-
menhang mit flexibler Elektronik, dehnbaren Zuleitungen und kostenglinstigem
Packaging von Einweg-Multiparametersensoren. Aktuell gibt es verschiedene
Pflaster und andere tragbare Geréate zur Herziiberwachung, jedoch sind diese
Gerate oft unflexible und sperrig. Eine komfortable Nutzung tber einen lange-
ren Zeitraum ist nicht méglich. APPLAUSE wird ein flexibles und elastisches
Pflaster zur multimodalen Messung der Herzaktivitat entwickeln. Es wird erwar-
tet, dass die mobile Patientenliberwachung die Pflegepraxis erheblich verbes-
sert wird. Im Idealfall wird jeder Patient beim Eintritt in das Krankenhaus mit
einem einfachen, tragbaren Einweggerat ausgestattet. Das Messsystem beglei-
tet den Patienten wahrend des gesamten Krankenhausaufenthaltes und wird
nach der Entlassung entsorgt. Diese Art von Sensor wiirde erhebliche Vorteile
im Arbeitsablauf in Zusammenhang mit der Infektionskontrolle (immer ein hygi-
enischer Sensor), der Verwaltung von Krankenhausbestanden (keine Verwal-
tung und Verfolgung der teuren stationaren Geréate) und der Patientenversor-

gung (verbesserte Patientenmobilitéat, reduzierte Kabel) bieten.

Uber Elektronik Packaging

Unter Elektronik Packaging versteht man die Entwicklung und Herstellung von
Gehéausen fur elektronische Geréte, die von einzelnen Halbleiterbauelementen
bis zu kompletten Systemen wie einem Grof3rechner reichen. Die Verpackung
eines elektronischen Systems muss den Schutz vor mechanischer Beschéadi-

gung, Kihlung, Hochfrequenzstdrung und elektrostatischer Entladung bertick-
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Uber APPLAUSE

APPLAUSE wird von der ECSEL JU unter Férdernum-

mer 826588 gefdrdert. Das Gemeinschaftsunternehmen

wird vom Forschungs- und Innovationsprogramm der
Européaischen Union ,Horizon 2020" sowie von Belgien, Deutschland, den Nie-
derlanden, Finnland, Osterreich, Frankreich, Ungarn, Lettland, Norwegen, der

Schweiz und Israel unterstitzt.

Uber ECSEL JU

Das Gemeinschaftsvorhaben “Electronic Components
and Systems for European Leadership” (ECSEL) wurde im Juni 2014 vom Rat
der Europaischen Union gegrindet. Das ECSEL Gemeinschaftsvorhaben for-
dert privat-public Partnerschaften im Bereich elektronischer Bauteile und Sys-
teme sowie Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprojekte fir Spitzenfor-
schung in Schlisseltechnologien, die wesentlich fir Europas Fuhrungsposition
im Wettbewerb der Digitalwirtschaft sind. Durch das ECSEL Gemeinschaftsvor-
haben werden die Industrie in Europa, KMUs (Klein — und Mittelstandsunter-
nehmen) sowie Forschungs- und Technologiegesellschaften von 30 ECSEL-
Teilnehmerstaaten und der Europaischen Union geférdert und finanziert. Erfah-

ren Sie hier mehr uber das Programm: ECSEL JU programme.

Projektpartner:
ICOS Vision Systems N.V. (a division of KLA Corporation), Afore Oy, ams AG,
Almae Technologies, Besi Austria GmbH, Besi Netherlands BV, DISCO HI-TEC

EUROPE GmbH, EV Group E.THALLNER GmbH, JSR Micro NV, Pac Tech -
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Packaging Technologies GmbH, SEMILAB FELVEZETO FIZIKAI LABORATO- http:/iwww.we-online.de

. . . Veroffentlichung honorarfrei
RIUM RESZVENYTARSASAG, VAISALA Oyj, Wiirth Elektronik GmbH & Co. Belegexemplar erbeten
KG, Albis Optoelectronics AG, ADVANCED PACKAGING CENTER BV, Cardi- S;félgfoonlg

accs AS, DustPhotonics LTD, Oy Everon Ab, Integrated Detector Electronics
AS (IDEAS), Nuromedia GmbH, OSYPKA AG, Precordior OY, RoodMicrotec
GmbH, Aalto University, CSEM SA, Institute of Electronics and Computer Sci-
ence (EDI), Fraunhofer Institute for Electronic Nano Systems (ENAS), Fraun-
hofer Institute for Microelectronic Circuits and Systems (IMS), Fraunhofer Insti-
tute for Reliability and Microintegration (1ZM), INTERUNIVERSITAIR MICRO-
ELECTRONICA CENTRUM (IMEC), STICHING IMEC the Netherlands, Univer-

sity of Turku, University of South-Eastern Norway (USN).
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